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Procede de fabrication d'une carte a puce sans contact 

avec logo transparent 

Domaine technique 

La presente invention concerne le domaine des cartes 

a puce sans contact et leur procede de fabrication et 
concerne en particulier une carte a puce sans contact avec 

un logo transparent et son procede de fabrication. 

Etat de la technique 

L'invention s'applique a tout type de carte a puce 

sans contact, independamment de la taille et de la forme de 

la carte. Les cartes a puce hybride contact - sans contact 

sont egalement concernees par 1'invention. Dans la suite de 

la description « carte a puce sans contact » designe a la 

fois les cartes a puces hybrides contact-sans contact et 

les cartes a puce uniquement sans contact. 
L' echange d' informations entre une carte sans contact 

et le dispositif de lecture associe s'effectue par couplage 

electromagnetique a distance entre une antenne logee dans 

la carte sans contact et une deuxieme antenne situee dans 

un lecteur. Pour elaborer, stocker et traiter les 

informations, la carte est munie d' une puce ou d' un module 

electronique qui est relie(e) a 1' antenne. Dans le cas des 

cartes a puce hybride, la puce electronique est integree 

dans un boitier faisant office de module electronique a 

contact. Ce module est insere dans une cavite realisee dans 

la carte de fagon a ce que les contacts electriques du 

module soient affleurants done accessibles a la surface de 

la carte. Les cartes a puce sans contact sont fabriquees a 

partir d'un assemblage de plusieurs couches entre elles 

dont l'une des couches sert de support a 1'antenne. Les 

couches sont assemblies entre elles par lamination e'est-a-

dire sous contrainte de pression et de temperature. 

L'antenne peut etre realisee de diverses manieres, par 
exemple par impression de type serigraphie d'une encre 
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conductrice, par gravure chimique d' aluminium ou de cuivre 

ou par bobinage d'un fil de cuivre. 

La realisation d'une carte sans contact avec un logo 

transparent traversant c'est-a-dire visible dans toute 

l'epaisseur de la carte necessite une modification de 

toutes les couches constitutives de la carte. Une solution 

existe qui consiste a utiliser des couches transparentes et 

a imprimer ensuite le recto et le verso de la carte sauf a 

I'endroit du logo pour rendre opaque la carte en dehors de 

la zone que l'on veut laisser transparente. Cette technique 

est bien adaptee aux cartes sans contact avec antenne 

gravee ou bobinee. Cependant cette technique pose le 

probleme de l'opacite de la carte. En effet, 1'antenne de 

couleur sombre devient visible a travers le corps de la 

carte finit et ceci est encore plus vraie lorsque 1'antenne 

est imprimee. 

Pour la fabrication de 1'antenne, la demanderesse 

utilise 1'impression serigraphique d'une encre chargee de 

particules d'argent. Par rapport a la technique de gravure 

ou de bobinage, cette technique necessite des contraintes 

specifiques liees au choix du materiau de la couche de 

support de 1'antenne qui doit permettre la serigraphie et 

la lamination tout en garantissant l'integrite electrique 

et la tenue mecanique de 1'antenne. La realisation d'une 

antenne imprimee sur une couche en materiau transparent ne 

donne pas de resultats satisf aisants. En effet, lors de 

l'etape de lamination le flu-age de- la matiere- de la couche 
en materiau transparent est tres important du fait de la 

pression et de la temperature elevees, et le facteur de 

forme de 1' antenne n' est pas conserve. L' encre conductrice 

constituant 1' antenne ne contenant que 15% de liant confere 

a 1'antenne une tenue mecanique insuffisante dans des 

conditions de temperature et de pression de 1'ordre de 

180°C et 28 Bars. II apparait alors des variations des 

parametres electriques (inductance et resistance) de 

1'antenne et par consequent des dysfonctionnements. En 

outre, il n' est pas rare d' observer des coupures d' antenne 
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aux endroits ou les contraintes de cisaillement sont 

fortes. 

Expose de 1' invention 

C'est pourquoi le but de 1'invention est de fournir 

une carte sans contact avec logo transparent et le procede 

pour produire la carte aptes a remedier aux inconvenients 

precites. 

Un autre but de 1'invention est de fournir un procede 

de fabrication d'une carte sans contact avec logo 

transparent qui garantit une grande fiabilite de la carte a 

1'usage et qui autorise un rendement de fabrication eleve 

du meme ordre que celui des cartes sans contact sans logo. 

L'objet de 1'invention est done une carte a puce sans 

contact a plusieurs couches comprenant une puce 

electronique encastree ou noyee dans la carte, la puce 

etant connectee a une antenne imprimee sur une couche de 

support, deux corps de carte de chaque cote dudit support 

constitue chacun d'au moins une couche en matiere 

plastique. Selon les caracteristiques principales de 

1'invention, le support d'antenne est opaque et comprend 

une premiere decoupe formant un evidement remplie d'une 

matiere plastique transparente, et les couches en matiere 

plastique des deux corps de carte comportent chacune une 

seconde decoupe formant deux evidements identiques et dont 

les contours se superposent, de fagon a faire apparaitre 

une zone tra-n-sparente dans l'epaisseur de la carte formant 

un logo transparent a la forme de la decoupe. 

Description breve des figures 

Les buts, objets et caracteristiques de 1'invention 

apparaitront plus clairement a la lecture de la description 

qui suit faite en reference aux dessins dans lesquels : 

La figure 1 represente une vue de face de la carte a 

puce sans contact realisee selon le procede de 1'invention, 

La figure 2 represente une coupe de la carte de la 

figure 1 selon la ligne A-A de cette meme figure, 
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La figure 3 represente une vue en perspective des 

differentes couches constitutives de la carte selon le 

procede de 1'invention. 

Description detaillee de 1'invention 

Selon le mode de realisation prefere de 1'invention 

la carte obtenu par le procede de 1'invention est une carte 

a puce sans contact hybride. Ce type de carte est egalement 

appelee carte duale car comportant deux interfaces 

differentes pour la communication avec un dispositif de 

lecture. Cette carte est designee par la reference 10 dans 

la figure 1 et comporte une face recto 10a et une face 

verso 10b. La carte comporte un module electronique 14 

comportant des contacts electriques 16 affleurants sur la 

face recto 10a de la carte 10. La carte 10 comporte 

egalement un logo 18. La forme du logo 18 ne se limite pas 

a celle representee sur la figure mais peut etre quelconque 

sans que cela sorte du cadre de 1'invent ion. La 

caracteristique essentielle du logo 18 repose sur le fait 

qu'il est transparent. La transparence du logo 18 traverse 

de part en part la carte 10 de sorte que toute l'epaisseur 

de la carte est transparente a I'endroit du logo. 

Ce resultat est obtenu grace a un procede de 

fabrication decrit en detail dans la suite de la 

description et en reference aux figures 2 et 3 qui donnent 

le detail des differentes couches constitutives de la carte 

10. Ces couches sont superposees avant d'etre as-semblees 

entre elles par pressage a chaud lors de deux etapes de 

lamination. Les differentes couches constitutives de la 

carte sont generalement fournis sous forme de bande de 

largeur constante et pouvant contenir une a plusieurs carte 

dans la largeur et de preference 3 ou 5 cartes. La longueur 

des bandes est fixee pour former des plaques destinees a la 

fabrication de 24 cartes en general mais pourrait etre de 

longueur indefinie ou sous forme de rouleaux sans sortir du 

cadre de 1'invention. Les cartes peuvent egalement etre 

fabriquees unitairement. 
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Le procede est decrit en reference aux figures 2 et 

3, la figure 2 representant en coupe la carte de la figure 

I selon la ligne A-A. La structure des cartes selon le 

comprend done en partant de la premiere couche du recto de 

la carte et en allant vers le verso : une couche de 

revetement 50 en materiau transparent, une couche 

d'impression 40 comprenant une decoupe 43 a la forme du 

logo 18, une couche intermediaire 31, une couche de support 

d'antenne 20 comprenant un evidement 23, une couche 

d'impression 60 comprenant une decoupe 63 a la forme du 

logo 18 et une couche de revetement 70 en materiau 
transparent. 

La premiere etape du procede consiste a preparer la 

couche de support d'antenne 20 dans une bande d'un matdriau 

opaque et non fluable afin de ne pas se deformer pendant 
1'etape de lamination. La couche 20 est de preference en 

papier synthetique tel que du teslin. Le teslin est un 
materiau synthetique constitue d' une seule couche non 

orientee d' un polymere tel que du polyethylene ou du 

polypropylene chargee en charges minerales entre 40 et 80%. 

II a la propriete de ne pas fluer aux temperatures 

atteintes pendant la lamination done ne subit aucun dommage 

qui pourraient compromettre la tenue mecanique de 1' antenne 

sur son support. Le support d'antenne 20 pourrait etre 

egalement en papier qui a egalement la propriete de ne pas 

fluer aux temperatures atteintes lors de la lamination. Le 

support d' antenne peut egalement etre en polyester tel que 

du PET (poly terephtalate d' ethylene) . U epaisseur de la 

couche 20 est comprise entre 160 et 200 pm et est de 

preference egale a 180 jam. 

Des decoupes sont ensuite realisees dans la bande 

formant la couche de support a des intervalles reguliers de 

fagon a former des evidements 23. Dans toute la 

description, le terme evidement designe une cavite 
traversante. La forme de 1'evidement 23 ne comporte pas de 

bords anguleux mais seulement des bords courbes et a de 

preference la forme d'une ellipse. Les dimensions de 
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1' evidement 23 sont telles qu' en superposant le logo 

dessus, toute la surface du logo est contenu dans la 

cavite. 

La seconde etape consiste a imprimer une antenne 22 

autour de chaque evidement 23. L' antenne 22 comprend au 

moins une spire et deux plots de connexion 24 et 25. La 

technique d'impression utilisee est de preference la 

serigraphie mais pourrait etre une impression de type 
offset, heliographie ou flexographie sans sortir du cadre 

de 1' invention. La couche 20 a les dimensions de la carte 

10. 

La troisieme etape consiste a preparer un element de 

remplissage dans une bande de matiere plastique tel que du 

PVC ou du PETG transparent. Cet element de remplissage est 

une couche 31 aux memes dimensions que la couche de support 

20. Elle ne comporte pas d'evidement. Son epaisseur est 

comprise entre 150 et 250 iam et est de preference egale a 

2 00 um. 
La quatrieme etape consiste a superposer la couche 31 

sur la couche de support d'antenne 2 0 du cote de 1'antenne. 
La cinquieme etape est une etape de lamination qui 

consiste a faire subir aux deux couches 20 et 31 un 

traitement thermique sous pression. Sous 1' action combinee 

de la chaleur et de la pression, la couche 31 en matiere 

plastique ramollit et vient adherer a la couche 20. De plus 

en ramollissant de la matiere de la couche 31 vient remplir 

1'evidement 23 de la couche de support 20. Le produit semi-

fini obtenu est la structure interne de la carte a puce 

appele communement inlay. La structure interne a une 

epaisseur constante sur toute sa surface et comporte une 

fenetre transparente. L' antenne emprisonnee dans le 

plastique transparent de la couche 31 est noyee dans la 

structure interne. 

La sixieme etape consiste a preparer deux couches 

d' impression 40 et 60 faisant respectivement partie des 

deux corps de carte disposes de chaque cote de la structure 

interne obtenue a 1'etape precedente. Les caracteristiques 
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des deux corps de carte sont donnees ci-apres. Les couches 

d' impression 40 et 60 sont en polyester du type PET et sont 

de preference recouvertes d' une couche de revetement en PVC 

ou PETG transparent. La premiere couche d' impression 40 a 

une epaisseur comprise entre 135 pm et 165 pm et de 

preference egale a 150 pm. La premiere couche d' impression 

40 est recouverte d'une couche de revetement 50. De meme la 

seconde couche d' impression 60 a une epaisseur comprise 

entre 135 et 165 jam et de preference egale a 150 jam. La 

seconde couche d' impression 60 est recouverte d' une couche 

de revetement 70. Chaque couche d' impression 40 et 60 est 

percee d' une decoupe, respectivement 43 et 63 a la forme du 

logo 18. Les decoupes 43 et 63 sont situees a un 

emplacement determine sur leur couche respective de fagon a 

ce qu'elles se superposent parfaitement bord a bord lorsque 

les couches constitutives de la carte sont assemblies entre 

elles. De preference, les decoupes 43 et 63 sont effectuees 

simultanement de fagon a etre parfaitement identiques. Les 

couches d' impression 40 et 60, correspondant respectivement 

au recto et au verso de la carte, sont prealablement 

imprimees sur leur face exterieure, du graphisme 

personnalise de la carte. 

La septieme etape consiste a deposer la premiere 

couche d' impression 40 sur la structure interne du cote de 

1'antenne done sur la couche de remplissage 31 et a deposer 

la seconde couche d' impression 60 sur la couche de support 

d' antenne 20 sur la face opposee a celle qui supporte 

1' antenne. 

La huitieme etape consiste a deposer une premiere 

couche de revetement 50 sur la couche d'impression 40 et 

une seconde couche de revetement 70 sur la couche 

d'impression 60, les deux couches de revetement 50 et 70 

etant preparees a partir de deux bandes de materiau en 

matiere plastique transparente. 
Les deux corps de carte situes de part et d'autre de 

la structure interne obtenue a la cinquieme etape sont 

composes chacun des couches suivantes : les couches 31, 40 
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et 50 pour le corps de carte situe au recto et les couches 

60 et 70 pour le corps de carte situe au verso. 

La neuvieme etape est une etape de lamination. Elle 

consiste a faire subir au sandwich compose des couches 50, 

40, de la structure interne elle-meme composee des couches 

20 et 31 et des couches 60 et 70 un traitement thermique 

sous pression. Sous 1' action combinee de la chaleur et de 

la pression, les differentes couches en matiere plastique 

ramollissent et se soudent entre elles. En ramollissant, la 

matiere plastique des couches de revetement 50 et 70 vient 

remplir les decoupes 43 et 63 des couches d' impression 

respectives 40 et 60. Les matieres plastiques des couches 

de revetement 50 et 70 se soudent entre elles a 1' interieur 

des decoupes 43 et 63. Pour que cette soudure soit 

invisible et parfaite, il est necessaire que la matiere de 

la couche de remplissage 31 soit compatible avec la matiere 

des couches de revetements 50 et 70. De preference, ces 
deux matieres sont identiques de fagon a etre parfaitement 

compatibles. 

Les bandes de cartes obtenues par le procede sont 

ensuite decoupees de fagon a extraire les cartes 

unitairement. 

Dans le cas de la fabrication d'une carte a puce 

hybride sans contact, la derniere etape consiste a 

encastrer le module Electronique dans la carte en venant le 

connecter a 1'antenne. De fagon connue, cela consiste a 

fra-i-ser dans la- carte une cavite de- mani-e-re a degager les 

plots de connexion de 1'antenne et ensuite a venir coller 

le module de fagon a le sceller a la carte en le connectant 

electriquement aux plots d'antenne. 

Dans le cas d'une carte a puce sans contact 

uniquement, cette derniere etape n'existe pas puisque la 

puce est noyee dans la carte. En effet, pour ce type de 

carte, la puce est directement connectee aux plots de 

connexion de 1'antenne selon la connexion dite en « flip-

chip » apres 1'etape d'impression de 1'antenne. 
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REVENDICATIONS 

1. Carte a puce sans contact (10) a plusieurs couches 

comprenant une puce electronique encastree ou noyee dans la 

carte, la puce etant connectee a une antenne (22) imprimee 

sur une couche de support (2 0) , deux corps de carte de 

chaque cote dudit support constitue chacun d'au moins une 

couche en matiere plastique, 

Caracterise en ce que 

le support d'antenne opaque comprend une premiere 

decoupe formant un evidement (23) remplie d'une matiere 

plastique transparente, 

et en ce que les couches en matiere plastique des 

deux corps de carte comportent chacune une seconde decoupe 

formant deux evidements identiques (43 et 63) et dont les 

contours se superposent, 

de fagon a faire apparaitre une zone transparente 

dans 1'epaisseur de la carte formant un logo transparent 

(18) a la forme desdites secondes decoupes. 

2. Procede de fabrication d'une carte a puce sans 

contact comprenant les etapes qui consistent a : 

- Preparer une couche de support d'antenne (20) dans une 

bande d'un materiau non fluable, et realiser des decoupes a 

des intervalles adequates de fagon a former des evidements 

(23), 

- Realiser une antenne (22) autour des evidements (23) 

ainsi formes par impression d'encre conductrice sur ladite 

couche de support d'au moins une spire et de deux plots de 

connexion (24 et 25), 

- Preparer une couche de remplissage (31) dans une bande 

en matiere plastique tel que du PVC ou du PETG transparent, 

- Superposer la couche de remplissage (31) sur la couche 

de support (20) du cote de l'antenne (22), 

- laminer ensemble les couches (20 et 31) c'est a dire 

faire subir aux deux couches un traitement thermique sous 

pression de fagon a obtenir une structure interne, 
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- Preparer deux couches d'impression (40 et 60) 

correspondant respectivement au recto et au verso de la 

carte a partir de deux bandes de matiere plastique par 

impression sur une de leur face du graphisme personnalise 

de la carte et realiser des decoupes (43) et (63) de forme 

et de dimensions identiques, 1' emplacement desdites 

decoupes (43) et (63) sur les premieres et secondes couches 

d'impression (40) et (60) etant determine de fagon a ce que 

leurs contours se superposent exactement une fois les 

couches de la carte assemblies, 

- deposer la premiere couche d' impression (40) sur la 

structure interne du cote de 1' antenne done sur la couche 

de remplissage (31) et a deposer la seconde couche 

d' impression (60) sur la couche de support d' antenne (20) 

sur la face opposee a celle qui supporte 1' antenne de fagon 

a placer les graphismes a l'exterieur, 

- Deposer une premiere couche de revetement (50) sur la 

premiere couche d'impression (40) et une seconde couche de 

revetement (70) sur la seconde couche d'impression (60), 

les deux couches de revetement (50 et 70) etant preparees a 

partir de deux bandes de materiau en matiere plastique 

transparente, 

- Laminer ensemble lesdites deux couches d'impression 

(40 et 60) , lesdites deux couches de revetement (50 et 70) 

et ladite structure interne pour les souder entre elles par 

pression a chaud. 

3. Procede de fabrication selon la revendication 2 

caracterise en ce que 1'etape d'impression de 1'antenne est 

suivie d'une etape de connexion d'une puce electronique aux 

plots de connexions (24 et 25) de 1'antenne, de telle fagon 

que les cartes fabriquees soient des cartes a puce sans 

contact uniquement. 
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4. Procede de fabrication selon la revendication 2 

caracterise en ce qu'il est complete par les etapes qui 

consistent a : 

- fraiser dans la carte une cavite de maniere a degager 

lesdits plots de connexion (24 et 25) de 1'antenne et, 

- coller un module contenant une puce electronique de 

fagon a le sceller a la carte en le connectant 

electriquement auxdits plots d'antenne, de telle fagon que 

les cartes fabriquees soient des cartes a puce sans contact 

hybrides. 

5. Procede de fabrication selon l'une des 

revendications 2 a 4 caracterise en ce que la matiere de 

ladite couche de remplissage (31) est identique a la 

matiere desdites couches de revetements (50 et 70) de fagon 

a etre parfaitement compatibles entre elles. 

6. Procede de fabrication selon 1' une des 

revendications 2 a 5 caracterise en ce que ladite couche de 

support d' antenne (20) est en papier synthetique tel que du 

Teslin. 

7. Procede de fabrication selon l'une des 

revendications 2 a 6 caracterise en ce que ladite couche de 

support d' antenne (20) est en polyester tel que du PET. 

8. Procede de fabrication selon l'une des 

revendications 2 a 7 dans lequel lesdites decoupes (43 et 

63) sont realisees simultanement dans lesdites couches 

d' impression (40 et 60). 


